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【  特　集  】
超音波援用砥粒加工技術の最新動向

砥粒加工に超音波振動のエネルギを援用する超音波援用砥粒加高技術の市場は，それほど広くはないが，比較的古

い歴史があり，今日まで，さまざまな砥粒加工に対して，装置開発や加工技術開発，あるいは理論解析が進められてきてい

る．その技術開発のなかで，遊離砥粒による穴加工や固定砥粒による穴加工などは，有効な技術として実用されている．

最近の超音波援用砥粒加工技術の動向としては，利用する周波数が高周波数化してきていること，加工形態がより微細

加工へと変化してきていること，主軸の高速化や高精度化など加工装置が一段と進化してきていることなどが挙げられる．

本誌でも，これまでに数回，この技術の特集を取り上げてきた経緯はあるが，今回は，最近進化してきた技術動向に注目

して，特集を組んでみた．関連技術者各位の参考になれば幸いである．
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